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Za istote rozwoju wspofczesnych firm
uwaza sie wprowadzenie koncepcji
ktora obejmuje
zaprzegniecie zawansowanych systemow
w srodowisko pracy
inteligentnej fabryki (Smart Factory).
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Specjalnosc¢: Projektowanie i modelowanie proceséow technologicznych

Co wyroznia absolwentow ?

 wiedza z zakresu wykorzystywania zaawansowanych systemow

CAD/CAM/CAE w projektowaniu nowoczesnych technologii: obrébka

4 skrawaniem, spajanie, odlewnictwo, przetworstwo tworzyw sztucznych,

obrobka plastyczna, obrébki wykonczeniowe i erozyjne
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Specjalnosc¢: Projektowanie i modelowanie proceséow technologicznych

Jakie uzyskam umiejetnosci?

* projektowanie nowych systemow i procesow
wytwarzania podczas uruchamiania produkgcji
nowych produktow

* modelowanie procesow i wtasciwosci wyrobow z

wykorzystaniem nowoczesnych narzedzi CAX,
programow komputerowych, srodowisk

projektowania, itp

e programowanie obrabiarek i urzgdzen CNC




POLITECHNIKA WARSZAWSKA

\Vydziat Nechaniczny
— . UCZELNIA
|ech nologlczny BADAWCZA 5

Specjalnosc¢: Projektowanie i modelowanie proceséow technologicznych

Przedmioty specjalnosci:

* Modelowanie geometryczne w systemach CAM

* Modelowanie procesow i wtasnosci wyrobow

* Projektowanie i modelowanie procesow przetworstwa
tworzyw sztucznych

* Projektowanie i modelowanie procesow spajania

* Technologie wytwarzania w systemach CAM

* Modelowanie obrobki w systemach CAM

* Interaktywne programowanie obrabiarek CNC
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Specjalnosc¢: Projektowanie i modelowanie proceséow technologicznych

Rynek pracy:
* bezposrednio w dziatach konstrukcyjno- technologicznych,
* w biurach projektowych i dziatach badan i rozwoju R&D
(opracowanie nowych technologii),
* Programista obrabiarek CNC,
* w specjalistycznych firmach handlowych
| doradczych,

e kadra kierownicza.
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Rynek pracy — raport Hayesa

PRODUKCJA | INZYNIERIA y
WYNAGRODZENIA

Plant Manager (ponad 500 pracownikow) 30 000 40 000 25000 Project Engineer* 9 000 12 000 14 000
Plant Manager (100-500 pracownikdw) 25000 35000 A0 000 Design Engineer*** 8 000 10 000 13 000
Plant Manager (do 100 pracownikow) 20000 25000 30 000 Lean Manufacturing Engineer*** 8 000 10 000 12 000
Operations Director (ponad 500 pracownikow) 25000 30000 35000 Production/ Process Engineer™* 8 000 10 000 12 000
Production Manager (ponad 100 pracownikéw) 13 000 19 000 26 000 Electrical Engineer™* 8 000 10 000 12 000
R&D Manager (10-15 pracownikdw) 14000 18 000 25000 Maintenance Engineer** 8 000 9000 10000
Continuous Improvement Manager 14000 18 000 25000 Automation Engineer** 8 000 10 000 13 000
Quality Manager 13 000 16 000 25000 Reliability Engineer*** 8 000 9 000 10 000
Engineering Manager 14 000 20000 25000 Packaging Engineer = 8 000 9 000 10 000
Project Manager 12000 18 000 20000 Quality Engineer** 7000 9 000 9 500
Supplier Quality Manager 12000 14 000 17000 Production Planner*** 7 500 9 000 12 000
Maintenance Manager 12 000 17 000 20000 Branze, ktére najczesciej beda

EHS Manager 12 000 14 000 20000 rekrutowac:

EHS Specialist 8 000 10 000 12000 IT i telekomunikacja

Application Engineer™* 9000 11 000 14 000

Inzynieria i ekologia
Tooling Engineer*** 11 000 13 000 15000 m

R&D Engineer*** 11 000 13 000 15000
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Rynek pracy — raport Hayesa

Potrzeby kompetencyjne firm
Perspektywa firm

Potrzebne kompetencje
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Mozliwe bylo zaznaczenie wiecej niz jednej odpowiedzi

Menedzerskie/ kierownicze
Sprzedazowe
IT/ cyfrowe
Techniczne
Inzynieryjne
Finansowe/ ksiegowe
Marketingowe
HR
Jezykowe
Administracyjne

Inne

Kompetencje najtrudniejsze do pozyskania

*Wsrod innych pracodawcy najczescie] wymieniali kompetencje zwigzane z logistyka i tancuchem dostaw, sztuczng inteligencija, analizg biznesowsg
*Wsrod innych pracodawcy najczescie] wymieniali specjalistyczne umiejetnosci z zakresu podatkow, digital marketingu, R&D i analityki
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Przyktad pracy dyplomowej inzynierskiej
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Projektowanie i modelowanie
procesow technologicznych

Zapraszamy!

kontakt:
rafal.swiercz@pw.edu.pl
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